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(54) VERFAHREN ZUR LOSBAREN MONTAGE VON BAUELEMENTEN AUF EINER
LEITERPLATTE

(57) Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur
ldsbaren Montage von Bauelementen (15)
auf einer Leiterplatte (1), welche Bauele-
mente (15) zur Herstellung einer elektri-
schen Verbindung mit zumindest zwei An-
schlussen (10) versehen sind, und wobei
die Leiterplatte (1) Leiterbahnen (8) fur die
elektrische Verbindung zwischen den Bau-
elementen (15) aufweist. Zur Schaffung
eines solchen Montageverfahrens, welches
méglichst automatisiert werden kann ist vor-
gesehen, dass zumindest ein elektrisch leit-
fahiges Plattchen (16) mit einer Bohrung
(19) in einem zumindest an einer Seite der
Leiterplatte (1) mit einer Leiterbahn (8) um-
gebenen Durchbruch (17) an der Leiterplat-
te (1) befestigt wird, und die Anschlusse
(10) des Bauelements (15) l6sbar Gber die
Bohrung (19) des Plattchens (16) mit die-
sem verbunden wird, sodass eine elektri-
sche Verbindung des Bauelements (15) mit
der Leiterbahn (8) hergestelit wird.
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Zusammenfassung:

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur l&sbaren Montage von

Bauelementen (15) auf einer Leiterplatte (1), welche Bauelemente
(15) zur Herstellung einer elektrischen Verbindung mit zumindest

zwel Anschliissen (10) versehen sind, und wobei die Leiterplatte
(1) Leiterbahnen (8) fir die elektrische Verbindung zwischen den
Bauelementen (15) aufweist. Zur Schaffung eines solchen Montage-
verfahrens, welches méglichst automatisiert werden kann ist
vorgesehen, dass zumindest ein elektrisch leitfadhiges Pl&attchen
(16) mit einer Bohrung (19) in einem zumindest an einer Seite
der Leiterplatte (1) mit einer Leiterbahn (8) umgebenen Durch-
bruch (17) an der Leiterplatte (1) befestigt wird, und die An-
schliisse (10) des Bauelements (15) lésbar tber die Bohrung (19)
des Plattchens (16) mit diesem verbunden wird, sodass eine
elektrische Verbindung des Bauelements (15) mit der Leiterbahn
(8) hergestellt wird.

(Fig. 6)
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur l&sbaren Montage von
Bauelementen auf einer Leiterplatte, welche Bauelemente zur Her-
stellung einer elektrischen Verbindung mit zumindest zwei An-
schlissen versehen sind, und wobei die Leiterplatte Leiterbahnen
fir die elektrische Verbindung zwischen den Bauelementen auf-
weist.

Aus dem Stand der Technik sind Verfahren zur lésbaren Montage
von Bauelementen fiir hdhere Leistungen bekannt, bei denen die
Bauelemente iiber zusdtzliche Elemente oder Konstruktionen mit
der Leiterplatte bzw. den Leiterbahnen verbunden werden. Bei-
spielsweise erfolgt dies liber einen an der Leiterplatte befes-
tigten Winkel, auf welchem die Bauelemente losbar befestigt
werden, und welche anschliefiend mit der Leiterplatte verdrahtet
werden. Ebenso ist es moglich, dass die Bauelemente ldésbar an
einem externen Kiihlkérper befestigt werden, wobei die Anschliisse
der Bauelemente liber einen Anschlussdraht mit den Leiterbahnen
der Leiterplatte verbunden werden.

Nachteilig ist hierbei, dass mehrere zusadtzliche Arbeitsschritte
bis zur vollstédndigen Funktion der elektrischen Schaltung er-
forderlich sind, wie die Verdrahtung der Bauelemente, welche
beispielsweise an einem Kihlkorper befestigt sind. Ebenso ist
nachteilig, dass durch derartige Montagen der Platzbedarf
wesentlich erhoht wird.

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein oben genanntes
Verfahren zur Montage von Bauelementen insbesondere hdéherer
Leistung zu schaffen, bei dem ein moglichst hoher Automa-
tisierungsgrad bei der Bestlickung einer Leiterplatte erreicht
werden kann. Die oben genannten Nachteile sollen vermieden oder
reduziert und ein moglichst guter Stromiibergang mit groBeren
Kontakten bzw. Kontaktfldchen geschaffen werden.

Die Aufgaben der Erfindung werden dadurch geldst, dass zumindest
ein elektrisch leitfdhiges metallisches Plattchen mit einer Boh-
rung in einem zumindest an einer Seite der Leiterplatte mit
einer Leiterbahn umgebenen Durchbruch an der Leiterplatte befes-
tigt wird, und dass Anschliisse des Bauelements losbar dber die
Bohrung des Plattchens mit diesem verbunden wird, so dass eine
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elektrische Verbindung des Bauelements mit der Leiterplatte
hergestellt wird. Vorteilhaft ist hierbei, dass die metallischen
Kontaktfldchen der Anschliisse der Bauelemente am elektrisch
leitfahigen metallischen Plattchen aufliegen, wodurch ein

optimaler Stromiibergang durch die direkte Metall/Metall-Ver-
bindung stattfindet.

Vorteilhafterweise werden metallische Plattchen mit sehr guter
elektrischer Leitf&higkeit, insbesondere aus Kupfer, fiir einen
optimalen Stromiibergang zwischen den Anschliissen des Bauelements
und den Leiterbahnen an der Leiterplatte befestigt.

Von Vorteil ist auch, wenn das Plidttchen automatisiert auf der
Leiterplatte befestigt und die elektrische Verbindung mit den
Leiterbahnen der Leiterplatte hergestellt wird. Dadurch kann die
lésbare Montage der Bauelemente in einem Fertigungsschritt mit
der automatisierten Bestilickung sonstiger Bauelemente und der
Herstellung der elektrischen Verbindung mit den Leiterbahnen der
gesamten Leiterplatte erfolgen.

In vorteilhafter Weise, werden die Anschliisse der Bauelemente
mit dem Plattchen verschraubt. Durch die Schraubverbindung des
Bauelements mit dem Plattchen kann das Anzugsmoment auch groBer
gewdhlt werden und dadurch der Stromiibergang verbessert und Ma-
terialermidungen des Leiterplattenmaterials ausgeschlossen
werden. Weiters werden dadurch in vorteilhafter Weise Service-
arbeiten erleichtert.

Wenn die GroBe des Plattchens in Abh&dngigkeit der Verlustwarme
des Bauelements ausgewdhlt wird, wird eine Verminderung der
Erwarmung der Leiterplatte erreicht und somit ein Schwund bzw.
Materialermiidung der Leiterplatte vermieden, da das Pl&attchen
als Kihlelement dient bzw. am Plattchen wiederum ein Kihlprofil
montierbar ist. Ebenso ist vorteilhaft, dass die GroBe des
Plattchens an die GroRe des ldsbar zu montierenden Bauelements

und dessen Leistung angepasst wird.

Der Durchbruch zur Aufnahme der Anschliisse der ldsbar zu mon-
tierenden Bauelemente wird vorteilhafterweise in Grofe und Form

an die Anschliisse angepasst. Dadurch kann eine Reduktion des
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Platzbedarfs, insbesondere in der Hohe fir die Baugruppe inklu-
sive einem allfdlligen Kihlprofil bzw. der Leiterplattenhalte-
rung, erzielt werden.

Die vorliegende Erfindung wird anhand der beigefligten, schema-
tischen Zeichnungen naher erldutert. Darin zeigen: Fig. 1 eine
exemplarische Darstellung einer Draufsicht einer Leiterplatte;
Fig. 2 die Leiterplatte gemdB Fig. 1 in geschnittener Seiten-
ansicht entlang der Schnittlinie II-II; Fig. 3 das erfindungsge-
maBe Plattchen im Grundriss schematisch dargestellt; Fig. 4 die
Positionierung des Plédttchens auf der Leiterplatte; Fig. 5 die
Leiterplatte mit bestlickten Bauelementen in geschnittener Sei-
tenansicht entlang der Schnittlinie II-II in Fig. 1; und Fig. 6
die Leiterplatte nach der Endmontage aller Bauelemente in ge-
schnittener Seitenansicht entlang der Schnittlinie II-II in Fig.
1.

Einfihrend wird festgehalten, dass gleiche Teile des Ausfiih-
rungsbeispiels mit gleichen Bezugszeichen versehen werden. In
Fig. 1 ist eine Leiterplatte 1 dargestellt, auf welcher
elektronische Schaltungen, beispielsweise eine Steuerung,
realisiert werden. Bei der dargestellten Leiterplatte 1 werden
verschiedene Montagemethoden fiir Bauelemente 2 einer
elektronischen Schaltung eingesetzt. Je nach den Anforderungen
der Schaltung werden die Bauelemente 2 entsprechend auf der Lei-
terplatte 1 angeordnet und untereinander verbunden. Die Ver-
bindungen zwischen den Bauelementen 2 sind in der Leiterplatte 1
integriert und werden entsprechend der gewlinschten Schaltung
hergestellt. Zur Herstellung der elektrischen Verbindungen unter
den Bauelementen 2 ist die Leiterplatte 1 aus mehreren Schichten
aufgebaut, was im Schnittbild gemd@B Fig. 2 besser ersichtlich
ist. Hieraus ist zu erkennen, dass die Leiterplatte 1 aus einer
Grundplatte 3, einer elektrisch leitenden Schicht 4 und zu-
mindest einer Isolierschicht 5 besteht. Bevorzugt ist die lei-
tende Schicht 4 an der Unterseite der Grundplatte 3 angeordnet
und mit einer Isolierschicht 5 geschiitzt. Die Grundplatte 4 kann
auch an der Oberseite mit einer Isolierschicht 5 geschiitzt sein.
Dadurch ergeben sich zwei unterschiedliche Seiten einer Leiter-
platte 1, die sogenannte Bauelementseite 6 und die Lotseite 7.

Im dargestellten Beispiel befindet sich die Bauelementseite 6 an




der Oberseite der Grundplatte 3 und die Lotseite 7 an der Unter-
seite der Grundplatte 3.

Die Leiterplatte 1 kann auch aus mehreren elektrisch leitenden
Schichten 4, den sogenannten Layern, bestehen. Bei derartigen
Ausfithrungen, auf welche nicht ndher eingegangen wird, kdénnen
die Bauelemente 2 beidseitig angebracht werden und somit die
Bauelementseite 6 nicht strikt von der Lotseite 7 getrennt
werden. Aus der elektrisch leitenden Schicht 4 werden wdhrend
dem Herstellungsprozess eine oder mehrere Leiterbahnen 8 zur
elektrischen Verbindung zwischen den Bauelementen 2 gebildet.
Die Leiterbahnen 8 kénnen an den Enden kreisfdérmig ausgebildet
sein. Diese kreisfdrmigen Ausbildungen werden als sogenannte
Ldétaugen 9 bezeichnet und bevorzugt flir herkémmliche Bauelemente
2, d.h., Bauelemente 2 mit Anschlissen 10 in Form von Drdhten
wie beispielsweise ein Widerstand 11 oder ein Kondensator 12,
verwendet. Da ein Bauelement 2 zumindest zwei Anschliisse 10 auf-
weist, bendtigt das Bauelement 2 zur Montage auf der Leiter-
platte 1 zumindest zwei Loétaugen 9, welche nicht iber eine
Leiterbahn 8 miteinander verbunden sind. Das Loétauge 9 kann auch
eine andere Form aufweisen, beispielsweise quadratisch oder
rechteckig, wie dies fiir neuartigere Bauelemente 2, die soge-
nannten SMD (Surface mounted device) Bauelemente 2, wie bei-
spielsweise eine Spule 13, der Fall ist. Die Lotaugen 9 und die
Leiterbahnen 8 dienen nach Montage der Bauelemente 2 zur Her-
stellung fester Verbindungen zu den Bauelementen 2 bzw. den An-
schliissen 10 der Bauelemente 2. Damit dies ermdglicht wird, ist
die Isolierschicht 5 flr die Grofe der Lotaugen 9 unterbrochen.
Weiters weisen die Létaugen 9 fiir die Montage herkdmmlicher Bau-
elemente 2 in ihrem Mittelpunkt eine Bohrung 14 auf, durch wel-
che die drahtférmigen Anschliisse 10 auf die Lotseite 7 gefihrt
werden. Auf der Loétseite 7 erfolgt in weiterer Folge die Ver-
bindung zwischen den Anschliissen 10 und den L&taugen 9.

ErfindungsgemaB wird die Montagemethode fir Bauelemente 2, ins-
besondere flir l&sbare Bauelemente 15, derart erweitert, dass
diese an einem Plattchen 16 befestigt werden. Bevorzugt werden
losbare Bauelemente 15 fiir hohere Leistungen, d.h. héhere Strd-
me, eingesetzt, wodurch die Bauteile ab Hersteller mit gréReren

Anschlissen 10 ausgestattet sind. Aus diesem Grund weisen die
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Lotaugen 9 fiir die ldsbaren Bauelemente 15 anstelle der Bohrung
14 einen Durchbruch 17 in der Leiterplatte 1 auf, damit die groé-
Beren Anschliisse 10 der lésbaren Bauelemente 15 mit dem Pl&att-
chen 16 verbunden werden koénnen. Die Verbindung der Plattchen 16
mit den Anschliissen 10 eines l&sbaren Bauelements 15 erfolgt
beispielsweise liber eine Schraubverbindung mit einer Schraube
18. Hierzu ist die Form des Plattchens 16 entsprechend anzu-
passen, wie dies nachfolgend ndher beschrieben wird.

In Fig. 3 ist das Plattchen 16 fiir eine Schraubverbindung darge-
stellt. Damit der Anschluss 10 eines l&sbaren Bauelements 15
Uber die Schraube 18 mit dem Plattchen 16 verbunden werden kann,
ist eine Bohrung 19 im Plattchen 16 erforderlich. Weiters ist es
nétig, dass die GroBe des Durchbruchs 17 zumindest an die Groéfle
der Anschliisse 10 der losbaren Bauelemente 15 angepasst ist. So-
mit liegen die Anschliisse 10 vollstdndig am Plattchen 16, wel-
ches groéBer als der Durchbruch 17 ausgebildet ist, auf und
kénnen mit der Schraube 18 fixiert werden. Hierzu ist der Durch-
messer der Bohrung 19 an den Durchmesser des Gewindes der
Schraube 18 angepasst, welcher wiederum an das Innengewinde des
Anschlusses 10 des losbaren Bauelements 15 angepasst ist. Die
Anordnung der Bohrung 19 ist von der Anordnung der Anschliisse 10
des losbaren Bauelements 15, der Anordnung der Durchbriiche 17
und der GroBe des Plattchens 16 abhdngig. Beispielsweise ist das
Plattchen 16 rechteckig ausgefiihrt und der Mittelpunkt der Boh-
rung 19 im Zentrum des Plattchens 16 angeordnet. Der iber die
Anschliisse 10 des losbaren Bauelements 15 flieBende hohe Strom,
welcher aus den Berechnungen fir die Schaltung bekannt ist,
erwarmt die Anschliisse 10 und somit das Plattchen 16. Das Platt-
chen 16 nimmt die Warme auf und gibt wiederum einen Teil davon
an die Leiterplatte 1 ab. Die vom Plattchen 16 an die Leiter-
platte 1 abgegebene Warme ist von der Grofie des Plattchens 16
abhdngig, woraus die GroBe und Form des Durchbruchs 17
resultiert. Ebenso hangt die vom Plattchen 16 an die Leiter-
platte 1 abgegebene Warme von dessen Positionierung bei der
Montage ab. Die Montage des Plattchens 16 erfolgt iliber das aus
dem Stand der Technik bekannte SMD-Verfahren. Die Montage der
Bauelemente 2 bzw. der l1l0sbaren Bauelemente 15 wird in den

folgenden Figuren 4 und 5 ndher beschrieben.
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In Fig. 4 ist die Positionierung des Pldttchens 16 am entspre-
chenden Lotauge 9 dargestellt. Damit die lésbaren Bauelemente 15
lber die Schraube 18 am Plattchen 16 montiert werden koénnen,
muss dieses zuerst an der Leiterplatte 1 befestigt werden. Dies
erfolgt an der Lotseite 7 der Leiterplatte 1, wobei bei
Verwendung einer Leiterplatte 1 mit mehreren Layern eine Befes-
tigung an der Bauelementseite 6 ebenso méglich ist. Hierbei wird
das Plattchen 16 am entsprechenden Ldtauge 9 bevorzugt verklebt,
damit in den weiteren Schritten eine Verbindung zwischen Ldtauge
9 und Plattchen 16 hergestellt werden kann. Die Positionierung
des Plattchens 16 am Létauge 9 ist im Wesentlichen vom lésbaren
Bauelement 15, welches am Plattchen 16 in weiterer Folge mon-
tiert wird, und insbesondere dessen benttigten Strom abhédngig.
Abhangig von der benétigten Stromhohe ist ein gewisser
Mindestleitungsquerschnitt fiir den Stromiibergang von den Lei-
terbahnen 8 zum Plattchen 16 bzw. umgekehrt erforderlich, woraus
eine Uberlappung 20 vom Létauge 9 bzw. der Leiterbahn 8
resultiert, d.h., dass das Plattchen 16 am Lotauge 9 aufliegt
bzw. dieses Uberdeckt. Ebenso muss berilicksichtigt werden, dass
die Uberlappung 20 durch das beim Herstellen der Verbindung zwi-
schen Lotauge 9 und Plattchen 16 aufgetragene Lot 21, beispiels-
weise Lotzinn, vergroRert wird. Die Menge des Lots 21 wird durch
einen definierten Abstand 22 zwischen Plattchen 16 und Isolier-
schicht 5 begrenzt. Dies erfolgt derart, dass die Isolierschicht
5, welche beispielsweise aus einem sogenannten Lotstopplack ge-
bildet ist, das wdhrend der Verarbeitung zahflissige Lot 21
stoppt. Somit ist der Stromibergang von den Leiterbahnen 8 zum
Plidttchen 16 durch die Uberlappung 20 und den Abstand 22 de-
finiert. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass das Material der
Leiterbahnen 8, des Plattchens 16 und des Lots 21 den Stromiiber-
gang beeinflusst. Beispielsweise bestehen die Leiterbahnen 8 und
das Plattchen 16 aus beschichtetem Kupfer, Messing, usw. und das
Lot 21 aus z.B. einer Zinn-Legierung. Durch eine Veradnderung der
Uberlappung 20 bzw. des Abstandes 22 kann somit aufgrund der
verwendeten Materialen der Stromibergang an das losbare Bau-
element 15 angepasst werden. Hierbei bewirkt eine hdhere Uber-
lappung 20 und eine VergrdBerung des Abstands 22, wodurch
zusdtzliches Lot 21 aufgebracht werden kann, eine Verbesserung
des Stromibergangs.
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Grundsidtzlich erwdrmt sich ein Bauelement 2 bzw. ein ldsbares
Bauelement 15, wenn es mit Strom durchflossen wird. Teilweise
wird die produzierte Warme, welche von der Stromhdhe abhédngt,
beispielsweise {iber Kithlkdrper an die unmittelbare Umgebung
abgegeben. Die Wiarme wird aber auch teilweise tliber die An-
schlusskontakte 10 der Bauelemente 2 bzw. der ldsbaren Bau-
elemente 15 abgegeben. Somit erwdrmt sich die Leiterplatte 1
tUber die Leiterbahnen 8, wodurch die Leiterplatte 1 thermisch
belastet wird. Dies kann in weiterer Folge die Leiterplatte 1
bzw. die Leiterbahnen 8 beschddigen oder sich negativ auf die
Eigenschaften der elektrischen Schaltung auswirken.

Deshalb sind die Anschliisse 10, insbesondere der ldsbaren Bau-
elemente 15, erfindungsgemdl am Plattchen 16 befestigt.
Dadurch wird der elektrische Uberganswiderstand verringert und
durch die Warmeleitfdhigkeit des Plattchens 16 die auftretende
Verlustwdrme der ldsbaren Bauelemente 15 groffldchiger abgelei-
tet, wodurch sich das Plattchen 16 entsprechend erwdrmt. Dies
ist von der GroéBe und Starke des Plattchens abhdngig. Dadurch
wird die Verlustwdrme nur langsam und in geringen Mengen vom
Plattchen 16 an die Leiterplatte 1 weitergeleitet. Dies ist
wiederum von der Uberlappung 20 und dem Abstand 22 abhéangig.
Ebenso kann die Verlustwdrme iber einen am Plattchen 16 befes-
tigten Kihlkorper abgegeben werden.

Im Gegensatz zum Stromiibergang ist hierbei eine geringe Uberlap-
pung 20 bzw. ein geringer Abstand 22 von Vorteil, da dies die
Erwdrmung der Leiterplatte 1 verzdgert. Somit ist individuell
fiir jedes Bauelement 2 bzw. ldsbares Bauelement 15 die geeignete
Uberlappung 20 bzw. der geeignete Abstand 22 zu wéhlen, um den
erforderlichen Stromibergang und einen geringen Warmeilbergang
auf die Leiterplatte 1 zu erreichen.

Weiters ist im Schnittbild ein Abstand 23 fir die Montage bzw.
Positionierung des Plattchens 16 dargestellt, welcher beispiels-
weise filir die Fertigung relevant sein kann. Innerhalb dieses Ab-
standes 23 befindet sich keine leitende Schicht 4 und keine
Isolierschicht 5, da dieser Abstand 23 frei vom Lot 21 sein
soll. Dies kann aus Griinden der Fertigung bzw. dem verwendeten
SMD-Verfahren notwendig sein, auf welche nicht ndher eingegangen
wird.
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In Fig. 5 ist die Leiterplatte 1 gemdR Fig. 1 im Schnittbild mit
den automatisiert bestiickten Bauelementen 2 dargestellt.

Bei der automatisierten Montage der herkémmlichen Bauelemente 2,
beispielsweise des Widerstands 11 und des Kondensators 12 werden
die zumindest zwei Anschliisse 10 der Bauelemente 2 von der Bau-
elementseite 6 durch die entsprechenden Bohrungen 14 der
Lotaugen 9 auf die Lotseite 7 gefiihrt. Die Montage der SMD-Bau-
elemente 2, wie der Spule 13, erfolgt auf der Lotseite 7. Da das
Plattchen 16 erfindungsgemafl hier auch auf der Lotseite 7 ange-
ordnet ist, wird das Plattchen 16 ebenfalls als SMD-Bauelement 2
betrachtet.

Nachdem alle fiur die Schaltung noétigen Bauelemente 2 korrekt po-
sitioniert wurden, wird die Leiterplatte 1 einem herkdémmlichen
SMD-LOtprozess unterzogen. Hierbei werden die Anschliisse 10 der
herkdmmlichen Bauelemente 2 und der SMD-Bauelemente 2 sowie das
Plattchen 16 mit den entsprechenden Loétaugen 9 verbunden. Dies
erfolgt iliber das in einem Lotbad befindliche elektrisch leitende
Lot 21, wodurch eine elektrische Verbindung mit den Leiterbahnen
8 hergestellt wird.

Somit ist die vollautomatische Bestiickung bzw. Montage der Bau-
elemente 2, d.h. der herkémmlichen Bauelemente 2, der SMD-Bau-
elemente 2 und des Plattchens 16, sowie die Herstellung der
elektrischen Verbindungen zwischen den Bauelementen 2 abge-
schlossen.

Nun folgt die Montage der losbaren Bauelemente 15, wie dies im
Folgenden ndher beschrieben wird.

In Fig. 6 ist die Leiterplatte 1 gemdB Fig. 1 im Schnittbild,
nach der Endmontage der ldsbaren Bauelemente 15, dargestellt.

Die erfindungsgemdfie Montagemethode von ldsbaren Bauelementen 15
erfolgt derart, dass die Anschlisse 10 bzw. die Kontaktfl&chen
der losbaren Bauelemente 15 von der Bauelementseite 6 vollstan-
dig auf die entsprechenden Plattchen 16 gesetzt werden. Zur Her-
stellung der Verbindung zwischen den Anschliissen 10 und den
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Plattchen 16 sind die Anschliisse 10 mit einem Innengewinde
versehen. Ebenso ist es méglich, dass entsprechend zu den An-
schliissen 10 ein Innengewinde bzw. eine Mutter im Geh&duse, bei-
spielsweise einem sogenannten Isotop-Geh&duse, der lésbaren
Bauelemente 15 integriert ist. Dadurch ist es moéglich, die
Schraube 18 von der Lotseite her durch die Bohrung 19 im Platt-
chen 16 zu fihren und den Anschluss 10 mit dem Plattchen 16 zu
verschrauben. Daraus resultiert, dass die Schraube 18 eine Me-
tall/Metall-Verbindung herstellt, wodurch das Anzugsmoment fir
die Schraube 18 erhoht werden kann und somit ein optimaler Stro-
miibergang zwischen den Anschliissen 10 der losbaren Bauelemente
15 und dem Plattchen 16 gewahrleistet ist. Die Verschraubung der
l6sbaren Bauelemente 15 mit dem Plattchen 16 kann selbstver-
stdndlich manuell oder automatisiert erfolgen.

Hierbei wird zusdtzlich erreicht, dass durch das Versenken der
Anschliisse 10 der losbaren Bauelemente 15 in der Leiterplatte 1,
d.h. im Durchbruch 17, die Gesamththe nach der Endbestilickung der
Leiterplatte 1 minimiert wird. Somit kann auch der erforderliche
Platz fir die Bauelemente 2 bzw. die l6sbaren Bauelemente 15 re-
duziert werden. Umgekehrt ist es aber auch méglich, dass das
l6sbare Bauelement 15 durch entsprechende Distanzstlicke zwischen
Plattchen 16 und Anschluss 10 den Abstand zwischen Leiterplatte
1 und der Unterseite des l6sbaren Bauelements 15 zu erhdhen. Da-
durch kann méglicherweise die Grofe der Leiterplatte 1 minimiert
werden.

Im Allgemeinen sei zu den Fig. 1 bis 6 erwdhnt, dass das be-
schriebene Montageverfahren selbstverstadndlich fir alle aus dem
Stand der Technik bekannten Leiterplattentypen verwendet werden
kann. Beispielsweise kann auch eine doppelseitige Leiterplatte
1, bei welcher sich beidseitig der Grundplatte 3 eine leitende
Schicht 4 und die entsprechenden Leiterbahnen 8 befinden, nach
diesem Verfahren bestiickt werden.

Weiters ist es ebenso mdéglich, dass die ldsbaren Bauelemente 15
anstelle der Schraube 18, beispielsweise mit einer Niete, nicht-
l6sbar elektrisch und mechanisch mit dem Plattchen 16 befestigt
werden. Dies hat selbstverstandlich keine negativen Auswirkungen
auf den Stromiilbergang bzw. die Warmeableitung.




Patentanspriiche:

1. Verfahren zur lésbaren Montage von Bauelementen (15) auf
einer Leiterplatte (1), welche Bauelemente (15) zur Herstellung
einer elektrischen Verbindung mit zumindest zwei Anschliissen
(10) versehen sind, und wobei die Leiterplatte (1) Leiterbahnen
(8) fir die elektrische Verbindung zwischen den Bauelementen
(15) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
elektrisch leitfidhiges metallisches Plattchen (16) mit einer
Bohrung (19) in einem zumindest an einer Seite der Leiterplatte
(1) mit einer Leiterbahn (8) umgebenen Durchbruch (17) an der
Leiterplatte (1) befestigt wird, und die Anschliisse (10) des
Bauelements (15) lésbar liber die Bohrung (19) des Pl&attchens
(16) mit diesem verbunden wird, sodass eine elektrische Ver-
bindung des Bauelements (15) mit der Leiterbahn (8) hergestellt
wird.

2. Montageverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein metallisches Plattchen (16) mit sehr guter
elektrischer Leitfahigkeit, insbesondere aus Kupfer, an der Lei-
terplatte (1) befestigt wird.

3. Montageverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Plattchen (16) automatisiert auf der Leiterplatte
(1) befestigt und die elektrische Verbindung mit den Lei-
terbahnen (8) der Leiterplatte (1) hergestellt wird.

4. Montageverfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschliisse (10) der Bauelemente (15)
mit dem Plattchen (16) verschraubt werden.

5. Montageverfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Grofe des Plattchens (16) in Abhangig-
keit der Verlustwdrme des Bauelements (15) ausgewdhlt wird.

6. Montageverfahren nach einem der Anspriliche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Durchbruch (17) zur Aufnahme der An-
schliisse (10) der ldsbar zu montierenden Bauelemente (15) in

GréBe und Form an die Anschlisse (10) angepasst wird.
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